ANALISE DA

Introducédo

Um metal eletrodepositado normalmente esta submetido a forcas de tracdo ou de compressao. Isto
ocorre devido ao desajuste entre os parametros de rede da estrutura do material eletrodepositado em relagéo
ao do substrato. O dimensionamento do valor desta forca tem apresentado consideravel interesse
industrialmente uma vez que esta pode causar o surgimento de trincas com conseqiiéncias negativas para as
propriedades do revestimento produzido.

Em eletrodepositos muito finos, estas tensdes de compressdo e tragdo causam a ruptura dos
revestimentos na forma de trincas que podem ser consideradas como poros passantes. Estes poros podem
ser quantificados através da utilizagédo de técnicas eletroquimicas. Devido a relagdo entre as tensdes e a
porosidade conseqtiente, tem se tornado possivel uma correlagéo entre estes parametros [1, 2].

O objetivo desta pesquisa é diferenciar a possivel influéncia dos poros e das trincas na
descontinuidade do depésito.

Experimental

- Sistema analisado: Cu/Ni
- Area do eletrodo de cobre: 0,156 cm2
- Area do eletrodo de niquel: 0,226 cm2
- Banho para deposicdo: Banho Watts sem aditivos
NiSO, . 6H,0 240g
NiCl,.6H,0 45¢g
H,;BO,.6H,0 30g
- Solucéo de passivacéo: Na,SO, 50g/I
- Técnica de deposi¢éo: Galvanostatica
- Aparelhagem: Potenciostato/galvanostato PAR 273 A e seu respectivo software M270

Técnica de Analise

O depésito de niquel sobre o eletrodo de cobre foi realizado no modo galvanostatico do equipamento
PAR 270 em trés densidades de corrente diferentes (1, 3, 6 A/dm2) e 5 tempos distintos (10, 20, 30, 40, 50 s).
Cada sistema Cu/Ni sofreu uma dissolucéo, no modo potenciodinamico, fornecendo um grafico de densidade
de corrente, i, versus potencial, E. Para a andlise das descontinuidades do revestimento, integrou-se esta
curva obtendo-se a densidade de carga, g, necessaria para passivacdo. A porosidade do depésito é entédo
adquirida pela relagéo

q = (a/dp)*100

onde q, é a densidade de carga necesséria para passivar o eletrodo de cobre sem revestimento.

Resultado

Passivagéo dos eletrodos de cobre e de niquel:

Integracéo da curva passivagédo do Cu
i=1->229

X =-0,6 —>-0,144

area (q) = 378,07179
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Concluség

Quando aplica-se uma densidade de carga abaixo de 1200 mC/cn?, a porosidade é
provavelmente proveniente das irregularidades da deposicéo, como a rugosidade do substrato,
a oclus&o da solucéo de depdsito e a mé distribuicéo dos nlcleos, e decresce com o aumento
de q.

Acima de 1200 mC/cm2, a descontinuidade é possivelmente formada por trincas, devido as
tensbes internas, e cresce com o aumento de q.
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